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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA		
CONTACTO:  mediaroom@samtec.com

Samtec acudirá como expositor a ECOC 2026 y participará en la demostración de interoperabilidad de OIF

Vea los productos de Samtec en su stand 2004 y en los stands 2126/2128 de OIF dentro de la demostración de interoperabilidad de OIF.

New Albany (Indiana, EE.UU.), 8 de septiembre de 2026 — Samtec, Inc., líder de servicio en el sector de los conectores, ofrecerá demostraciones de sus soluciones de interconexión óptica y mediante cobre de próxima generación y alto rendimiento en el stand 2004 durante la próxima edición de ECOC, que se celebra entre el 21 y el 23 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
Soluciones de Samtec para redes en el stand 2004
[image: ]Las interconexiones de alta velocidad de Samtec se utilizan con frecuencia en aplicaciones de IA y de computación de alto rendimiento, medicina, pruebas y medición, y FPGA. En la edición de este año de ECOC, Samtec ofrecerá demostraciones que incorporan sistemas Si-Fly® HD CPX Co-Packaged y Near-Chip para aplicaciones ópticas y de cobre hasta 448 Gbps. Estos sistemas incorporan motores ópticos y de silicio de varias empresas colaboradoras y el sistema de prueba de alto rendimiento Bulls Eye® BE130 para 448 Gbps. Samtec también efectuará demostraciones de sus pruebas de concepto (PoC) de próxima generación para conectividad a 448 Gbps, ideales para soluciones prácticas en infraestructuras IA de escalado vertical y horizontal.
Demostración de interoperabilidad de OIF
Las demostraciones de interoperabilidad de OIF en ECOC 2026 (stands 2126/2128) sirven como campo de pruebas para los proveedores al convertir los acuerdos de implementación en una interoperabilidad funcional y repetible con el fin de que los operadores puedan reducir el riesgo de integración, conservar la flexibilidad de suministro y pasar de la innovación al despliegue con un mayor grado de confianza. En las demostraciones de este año colaborarán 39 empresas en cuatro ámbitos tecnológicos fundamentales: Sistemas ópticos; Interfaces Energéticamente Eficientes (EEI) y Coencapsulados; CEI (Common Electrical I/O): CEI-448G, CEI-224G; y CMIS (Common Management Interface Specification).
Estos equipos de Samtec formarán parte de las demostraciones de CEI y EEI junto con otras empresas:
· Un chasis de demostración para 224 Gbps que incluirá módulos Si-Fly HD CPX (ópticos y de cobre) de Samtec para exponer la validez del concepto CPX y de la arquitectura MSA
· BE90 de Samtec en una placa Bulls Eye ISI a 224 Gbps
· BE70 y productos de cableado Nitrowave® para microondas de RF y alto rendimiento LL110 y LL130 de Samtec a 224 Gbps
· Conectores y adaptadores de precisión 1,0 mm y 1,85 mm de Samtec para RF
· Prototipos Si-Fly HD 448 PAM4 y PAM6 basados en cable Twinax Eye Speed® de skew muy bajo de 1 m
El sistema Si-Fly HD Co-Packaged y Near-Chip de Samtec es una solución óptica y de cobre encapsulada conjuntamente y conectable eléctricamente que se puede implementar en un sustrato de 95 x 95 mm o más pequeño mediante el conector SFCM de Samtec. El SFCM se monta directamente sobre el sustrato del encapsulado, se puede conectar al producto de cableado SFCC de Samtec y además es compatible con productos de cableado óptico estándar. Su alto grado de conectividad elimina las pérdidas de inserción en el encapsulado BGA y la placa de circuito impreso, proporcionando así un completo canal DAC 224G pasivo que ofrece un excelente rendimiento a bajo coste. Samtec también propone demostraciones de sus prototipos de PoC Si-Fly HD a 448 Gbps para PAM4 y PAM6.
La tarjeta de evaluación Bulls Eye ISI ofrece numerosas vías de transmisión de la señal con una longitud variable y perfiles de pérdidas conocidos por encima de 130 GHz. Cuando se suman al conjunto de prueba Bulls Eye, la solución proporciona una plataforma de prueba para validar y verificar SerDes de alta velocidad, así como para evaluar y demostrar el rendimiento de la señal de PAM4 a 224 Gbps y 
448 Gbps.
Más información	
· Soluciones ópticas activas y pasivas de alto rendimiento
· Sistemas Si-Fly HD Co-Packaged y Near Chip PAM4 de 224 Gbps
· Productos de RF de precisión de Samtec
· Vídeo de demostración del producto Si-Fly HD CPX de Samtec: canal de Samtec en YouTube
· Contacte con los expertos de Samtec en el stand 2004 o HDR@samtec.com

Acerca de OIF 
OIF hace realidad la interoperabilidad para todo el sector en ECOC 2026 con el objetivo de acelerar el desarrollo de redes escalables y eficientes en la era de la IA
OIF vuelve a ECOC 2026 para ofrecer una demostración de interoperabilidad en directo con la participación de 39 empresas. La demostración, que incluye interfaces ópticas, eléctricas, energéticamente eficientes y de gestión, resalta la interoperabilidad con Sistemas Ópticos, CEI (Common Electrical I/O) 448G y 224G, CMIS, Coencapsulados e Interfaces Energéticamente Eficientes, entre otros, que permiten desarrollar redes escalables y eficientes para la era de la IA. Visite OIF en el stand 2126 o, para más información, visite https://www.oiforum.com/meetings-events/oif-ecoc-2026. 
Acerca de Samtec
Samtec, fundada en 1976, es una empresa privada y un fabricante global con una facturación de 1.000 millones de dólares que dispone de una amplia línea de soluciones de interconexión electrónica como conexiones de alta velocidad entre placas, cables de alta velocidad, interconexiones ópticas para placas intermedias y paneles, RF de precisión, apilamiento flexible, y componentes y cables micro/robustos. Los Centros Tecnológicos de Samtec desarrollan tecnologías, estrategias y productos para optimizar el rendimiento y el coste de un sistema, desde semiconductores sin encapsular hasta una interfaz situada a 100 metros, y con todos los puntos de interconexión situados en medio. Con sus más de 40 sedes internacionales y la comercialización de sus productos en 125 países, la presencia mundial de Samtec le permite ofrecer un servicio incomparable al cliente. Para más información, visite: http://www.samtec.com
Samtec, Inc.
P.O. Box 1147
New Albany, IN 47151-1147
USA
Tel.: + 812-944-6733
www.samtec.com/media-room 

A nuestro departamento de prensa le encanta trabajar con periodistas de todo el mundo para compartir historias interesantes e innovadoras. Si trabaja para un medio y desea hablar con nosotros, envíe un correo electrónico a mediaroom@samtec.com.
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